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Design-In | Value Added | Solutions



Von der Komponente bl zur mtegrlerten Losung:
Als Value Added Di or liefern wir die passenden

Technologie pvationen und unterstutzen Sie
bel der 2uen Produkten.

Unsere Standorte:

— Competence Center Components (Unterhaching bei Munchen)
— Competence Center Solutions (Durchhausen bei Tuttlingen)

— Competence Center Batteries (Schaffhausen in der Schweiz)

L™ Vertriebsbiiros in ganz Deutschland

® ©

_[Ll:lﬂ 67 Millionen Euro Umsatz
@ seit 1988 am Markt

@ 90+ Mitarbeiter



»Entscheiden Sie selbst, wiey
Aufgaben Sie auslagern wollen.
Wir liefern einzelne Komponenten
oder entwickeln mit lhnen ganze

Systeme.«
ol

Salvatore Murru
Site Manager Competence Center Solutions



Unser Entwicklungsprozess

Beratung und Spezifikation
Projektleitung

Spezifikation und
Lastenheft

Kostenplanung
Machbarkeitsanalyse

Zertifizierung und

Zulassung

Zulassungen fur unter-

Auswabhl der richtigen
Komponenten

Screening und Evaluation
neuer Technologien

Beratung bei der Auswahl
von Komponenten

Design und Entwicklung

Design- und
Konstruktionsstudien

Kundenspezifische
Baugruppenentwicklung

Prototypen und Nullserien

schiedliche Markte (CE, UL) ‘

Tests, Kalibrierung und
Erstellung von
Erstmusterprufberichten

Beschaffung und Produktion
Fabless Just-in-Time Produktion

Sicherung von Lieferketten durch
verteilte Produktionsstandorte

Vermeidung von Uberkapazitéaten
und grof3en Lagerbestanden

Logistik und Qualitatsmanagement
Zertifizierung nach 1SO 9001
Sicherheitsbestand im Pufferlager

Datengestutztes und individualisiertes
Forecast Management



HY-LINE Branchen

Maschinenbau Retail

Medizintechnik

EMS Nutz- und Flurforderfahrzeuge Erneuerbare Energien Zugangssysteme



Unser Partnernetzwerk
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Unsere Losungen
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Kundenspezifische
Lésungen ' : ) ] [ ] C N 5
! DICAMO | digica s | ETGN
Panel PCs, Monitore, HMI o o . . o o CANDERA g Eletcoit voice INTER connect
AnySurface Keyboard °
Sprachbedienung ° °
Embedded Software °
loT Connectivity °
Interactive Smart Shelf
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Displays




lhre Vortelle

Branchenspezifische
Anforderungen

Langfristige
Verfugbarkeit

Individuelle
Konfiguration

Zukunftssicherheit Modularitit und

Skalierbarkeit



Losungen

Kundenspezifische HMIs, Panel PCs und
Touch-Monitore
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loT Connectivity Services

Industrial und Medical PC

Smart Shelf Display Solution

AnySurface Keyboard

Offline Sprachbedienung



HY-LINE Technologien und Losungen
Alles aus einer Hand

Losungen
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ITI Displays und Touchscreens
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TFT Displays o ) o ) o e
OLED Displays ° ° EJE]COUNT
Transparente °
Displays
E-Paper Displays °
STN Displays . *;EET’ ) ILITEK

PCAP Touchscreens ° ° ° ° ° ° ° °

[ ]

Holographic Touchscreens °
Infrarot Touchscreens °

i® LG Display
3D Touchscreens °
Haptik Touchscreens °
PCAP Controller ° ° °

7S/

Touch/Vetix




Displays und Touchscreens
Ausgewahlte Produkte

SHSE

Optical Bonding TFT-Displays von 2“ bis 98 Energiesparende Displays

#TRANSPARENT t

Transparente OLED-Displays PCAP-Touchscreens von 3,5“ bis 84* Safety Key

12



e - Embedded
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Single Board Computer ° ° ° °
Industrial Motherboards ° ° AVE @
SiliconMotion
Computer on Module ° ° °
Baseboards fur Module ° °
Panel PC ° ° °
CERVOZ
Embedded Box PC ° ° °
RAM ° °
SSD ° ° °
eMMC °

HDD ° °




Embedded
Ausgewahlte Produkte

Single Board Computer

Baseboards fur Module

Industrial Motherboards (Mainboards)

Panel- und Box-PCs

Computer on Module

Embedded Module und Chips
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O loT und M2M Systeme

& S
@) @)
S &
F 2 & &
@) 9 R Q v O o) 'e)
S & & K K S & XN g O A A
F &y s 84§ g 8 & g
O % & 3 < S e % L S & S
Tracking & Telematik ° ° °
loT Connectivity, Cloud &
Security VPN * ° ' * * * * ' *
Industrielle Router &
Gateways * * * y * =
Mobil-Funk Modems ° i ® * .

SPS / PAC Systeme
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loT und M2M Systeme
Ausgewahlte Produkte
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GNSS/Mobilfunk Tracking LoRaWAN Gateways GNSS/Mobilfunk Tracking
und Telematik und Sensoren und Telematik

L
Industrielle 5G/4G Wi-Fi/Bluetooth Router

und LPWA Modems & Router und Gateways



o)) Wireless Module und Halbleiter
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Wireless Module und Halbleiter
Ausgewahlte Produkte

Mobilfunk 5G Bluetooth 5

NB-loT CAT-M1 RFID & NFC

Wi-Fi / Bluetooth Kombi
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¢ | Stromversorgung
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Wandlermodule
POL ° ° °
DC/DC Wandler ® ® ) ) PHI-CON
AC/DC Wandler ° ° °
Einbaunetzteile
Open Frame ° ° ° °
Gehause ° ° ° ° ° ° °
Hutschiene ° °
19" Einschub °
Konfigurierbare
Stromversorgung = * * v
Kundenspezifische
[ ] [ J

Stromversorgung
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Stromversorgung
Ausgewahlte Produkte

Einbaunetzteile

Konfigurierbare Netzteile
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=0 Energiespeicher
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Smart Battery System HY-Di o
Standardbatterien
Li-lon, Blei, NiMH y y
Ladegerate ° °
Kundenspezifische
Batteriesysteme y
Batterie-Analyse ° °
SuperCap (Zellen) ° °
SuperCap (Module) ° °
Speichersysteme ° ° °

DC/DC Steller °




Energiespeicher
Ausgewahlte Produkte

Standardbatterien
und kundenspezifische Systeme

HY-Di Smart Battery System

Superkondensatoren
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ITI Leistungselektronik
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Intelligente Power
Module (IPM) oower

integr-:]tin;nns -

IGBT Module ° ° ° MICROCHIP

SiC Module o o °

IGBT-, SiC-Treiber ° |
IGBT-, cor’:gglé:ts o

SiC-Plug & PlayTreiber PHI-CON

Bruckengleichrichter °

Diskrete SiC-, GaN-Schalter °

Folienkondensatoren °

Leistungstransformatoren °

DC/DC Steller ° °

Ansteuerubertrager ° °

Stromwandler
Stromsensoren

Spannungsversorgung DC/DC
Wandler

Isolierte Datenschnittstellen °




Leistungselektronik
Ausgewahlte Produkte

Intelligente Power Module
(IPM)

Diskrete Leistungsschalter

IGBT- und SiC-Module
mit Treiberschaltungen

Weitere Komponenten
rund um das
Inverter-Design
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¢®) Aktive und passive Bauelemente

Datenkoppler

Schnittstellenkoppler

e\

MicrocHIP

Stromsensoren °

Induktive Bauelemente ° °

SuperCap (Zellen) ° °

transphorm

Schutzelemente ° SILICON LABS

Sensoren °

Halbleiter

Dioden °

GaN-FETs °
SiC-Schalter °

Linearregler °

Schaltregler ° °

uController °




Aktive und passive Bauelemente
Ausgewahlte Produkte

Datenkoppler Halbleiter-Bauelemente Induktivitaten
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Superkondensatoren Elektronische Sicherungen GaN HEMTs
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e==> ¢+ Signalmanagement
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Extender ° °
Konverter . @'ims BADIcon | (@ CYP | Vo SuREfRe
Splitter ° °
Scaler °
Matrix Router ° °
Switches °
Kabel ° ° °

Video over IP °




Signalmanagement

SDVoE

USB 3-2-1

Transmitter und Receiver fur SDVoE

o

USB-C Extender

~EXTREM

SR
¥

DisplayPort und HDMI Extender
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